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地域資源活用型エネルギーエコシステムを構築
するための基盤技術の創出

第2回JST OPERAシンポジウム

領域統括 北英紀(名古屋大学）物質・エネルギーリノベーション共創コンソーシアム

名古屋大学と大阪府立大学、芝浦工業大学、東京理科大学が共同で提案し、
採択された産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（以下、
OPERA）は、産業界との協力による新たな基幹産業の育成に向けた「技術・
システム革新シナリオ」の作成と、それに基づく学問的挑戦性と産業的革新性
を併せ持つ非競争領域での研究開発を実施します。その共同研究により、新
たな基幹産業の育成の核となる革新的技術の創出を目指すとともに、新た
な基幹産業の育成が図れる持続的な研究環境・研究体制・人材育成システム
を持つプラットフォームを形成することを目的とします。
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課題2-1-1 熱伝導材料

SiC成膜ダ
イヤモンド

複合

マイクロダイヤモンド

複合電解めっきの作製

表面処理

ダイヤモンドの表面処理によるダイヤモンド/銅界面
の接着改善及び伝熱パスの形成

1350～1450 ℃でSiC成膜したダイヤモンドを用いた複合
めっきでダイヤモンド/銅界面の良好な密着性を確認
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課題1-1-1 ヘテログラフェン酸素還元触媒の開発

目標:白金触媒の低コスト化と耐久性向上

ヘテログラフェンでコーティング
されていることを確認

電流密度で最大7.4-9.5倍、耐久性で最大4.5
倍安定させることができた

課題1-1-２ カーボンデータベース

カーボンの特性と構
造に特化したMI・
AI解析に資する
データベースとして
圧倒的な優位性

① データ収集とデータベース：MI・AI解析に有効なデータを蓄積、
解析への実用を開始
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nanofiber

クリックすると、他の
特定の量を見ること
ができる。

特徴量による検索
が可能

使用データ：Raman, 粒子形状, 粒子サイズ

② 粉末抵抗値による色分けと粒子径との関係

粉末抵抗値の小さい
カーボンは、主粒子＋小
径粒子で出来ているこ
とをMIで示せた

Fig. 材料開発；吸収特性の比較

広い波長域で吸収性に優れる。

課題３ 輻射効果に優れたアルミナ中空構造体

Fig. 材料開発；吸収特性の比較

（１）特許出願PCT/JP2022/025244

（２）特許出願2021-121173

✓ 市販のPt / Cは、約3.33 nm、
新開発のPt-NFGは、約2.34 
nm 【微小化を実現】

✓ 分散が1nm以下【均一化を実
現】

同じクラス
ター

抵抗値小

集めた実験
データ・プロ
セスデータを
用いたクラス
タリング解析

材料の粒径に基づい
た特徴量解析

主粒子＋小径粒子

1400 ℃において均一か
つ薄いSiC層がダイヤモン
ド表面に形成され、SiC成
膜ダイヤモンド /銅複合
めっきの熱伝導率の向上
に有効

◆ 未処理ダイヤモンド

◆ 1400℃ SiC成膜ダイヤモンド

※MD: マイクロダイヤモンド

Y. Naruse et al., Compos. Interfaces 29 (3), 256-273 (2021). 
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